Znak sprawy: RA-ZP.2610.3.2022

Zalgcznik nr 1.7 do SWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Czes¢ 7 —zestaw komputerowy
Umozliwiajacy:
programowanie wspoétbiezne - min 12 rdzeni

Uruchomienie specjalizowanego oprogramowania wymagajacego duzej pamieci operacyjnej - min 2x16GB
prezentacja wynikéw - cyfrowe ztgcza graficzne do podtgczenia min 2-ch monitoréw
rozbudowe komputera o specyficzne karty - specjalne ztagcza wewnetrzne i odpowiednia obudowa

TABELA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UZY TKOWE

POTWIERDZAM
SPELNIANIE
PARAMETROW
MINIMALNYCH

WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWIAJACEGO

1)

2)

Obudowa: Konstrukcja obudowy:

Obudowa typu Middle Tower, czarna (metalowy panel boczny), bez podswietlania. Wymiary w zakresie 440+450 mm
wysokosci, 410+420 mm dtugosci, 200210 mm szerokosci. Konstrukcja dwukomorowa z wydzielonymi strefami: dla
zasilacza 1 dyskow twardych; dla pozostatych komponentéw PC. Mozliwo$¢ instalacji 8 wentylatoréw 120 mm. Mozliwos¢
montazu dwoch wentylatorow w gornej plaszczyznie obudowy 0 s$rednicy 120/140 mm. Front typu ,,mesh”, obudowa z
hexagonalnymi otworami wentylacyjnymi. Mozliwo$¢ montazu k. graficznej o dtugosci 325 mm i zasilacza o dtugosci 160
mm oraz chtodzenia o wys. 161 mm. Petny zestaw filtrow przeciwkurzowych. Mozliwo$¢ montazu 2 no$nikow 2,5, a takze 2
dyskow 3,57 lub 2,5”. Mozliwo$¢ montazu dyskow SSD w specjalnych zatokach po drugiej stronie ptyty gtownej. Ztacza na
topie obudowy: 2xUSB 3.1 Gen 1 (3.0), gniazda dla stuchawek, mikrofonu oraz przyciski POWER/RESET. Dodatkowe
informacje, cechy obudowy: system aranzowania kabli, otwor wspomagajacy montaz chtodzenia na procesor, montaz
zasilacza na dole obudowy, wyjmowana klatka HDD, zdejmowany przedni panel, mozliwo$¢ montazu chtodzenia wodnego.
Plyta Glowna: Plyta glowna podwyzszonej trwatosci, 6-warstwowa, z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo miedzi,
wykonana z materiatow klasy serwerowej IT-150. Obsluga zintegrowanych uktadow graficznych. Chtodzenie pasywne
regulatora PWM na ptycie glownej nie gorsze niz 7W/mK. Format ATX. Zintegrowana k. muzyczna na ptycie glowne;.

TAK
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- Obstuga pamigci DDRS5 do 6400+ MHz (overclocking)

- Maksymalna ilo$¢ pamigci: 128 GB (4 banki DIMM, dual channel)

- sie¢ LAN o przepustowosci nie mniejszej niz 2,5 Gbit/s

- kompatybilna z najnowszymi systemami operacyjnymi

- podwojne zabezpieczenie do wytadowan elektrostatycznych wokot otwor6w montazowych

Zlacza rozszerzen:
- 3x PCle x16

-PCI_E1 (z CPU)

- wsparcie do PCle 5.0 x16

- PCI_E3 oraz PCI_E4

- wsparcie dla PCle 3.0 x4 & 3.0 x1
- IxPCle 3.0 x1

Ztacza graficzne:
- 1xHDMI 2.1 z HDR port, wspierajacy maksymalng rozdzielczo$¢ 4K 60Hz 12

- 1x DisplayPort 1.4 port, wspierajacy maksymalng rozdzielczos¢ of 4K 60Hz 12

ZYacza do pamigci masowe;j:
- 6XSATA 6Gb/s
- 4xM.2sloty
M2_1 slot (z CPU) (wsparcie dla PCle 4.0 x4; wsparcie dla standardow dyskow 2242/ 2260/ 2280/ 22110)
- M2_2slot (wsparcie dla PCle 4.0 x4; wsparcie dla standardow dyskow 2242/ 2260/ 2280 )
- M2_3slot (wsparcie dla PCle 3.0 x4; wsparcie dla SATA 6Gb/s; wsparcie dla standardow dyskow 2242/ 2260/ 2280
- M2_4slot (wsparcie dla PCle 4.0 x4; wsparcie dla SATA 6Gb/s; wsparcie dla standardow dyskow 2242/ 2260/ 2280

Technologia RAID:
- wspiera technologie dla dyskow SATA: RAID 0, RAID 1, RAID 51 RAID 10

- wspiera technologie¢ dla dyskow M.2 NVMe: RAID 0, RAID 1 and RAID 5

USB:
- 1x USB 3.2 Gen 2x2 20Ghps typ-C (port na panelu tylnym)

- 2xX USB 3.2 Gen 2 10Gbps port (1 x typ-C wewnetrzne ztacze oraz 1 X typ-A na panelu tylnym)
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3)

6x USB 3.2 Gen 1 5Gbps port (2 X typ-A port na panelu tylnym i 4 porty dostgpne przez wewngtrzne ztacze USB)

4x USB 2.0 typ-A porty na panelu tylnym
USB Hub GL850G: 4x USB 2.0 porty dostgpne przez wewngtrzne ztacze USB

Karta muzyczna: 7.1 High definition audio

ZYacza wewngtrzne:

Procesor: Tlo§¢ rdzeni: min. 12 szt. (z liczbg watkéw min. 20), wraz ze zintegrowanym uktadem graficznym. Czgstotliwo$¢
taktowania procesora: minimum 3.6 GHz dla rdzeni podstawowych; minimalna czestotliwo$¢ dla rdzeni o zmniejszonym
poborze mocy 2,7 GHz; czgstotliwos¢ dziatania rdzeni w trybie zwigkszonej wydajnosci nie mniej niz 4.9 GHz; Maksymalny
pobér mocy: 190 W; Pamie¢ cache min. 25 MB. Obstuga DDRS5 o przepustowosci nie mniejszej niz 76,8 GB/s. Czestotliwosé
dynamiczna uktadu graficznego minimum 1,5 GHz; czestotliwo$¢ podstawowa uktadu graficznego minimum 300 MHz.

1x 24-pin ATX zlacze gtdéwnego zasilania

2X 8-pin ATX 12V zlgcze zasilania

6x SATA 6Gb/s

4x M.2 sloty (M-Key)

1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Typ-C port

2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps ztacza (wsparcie dla 4 USB 3.2 Gen 1 5Gbps porty)
2x USB 2.0 ztacza (wspierajace 4 USB 2.0 porty)
1x 4-pin CPU zlacze wentylatora

1X 4-pin zlacze do chtodzenia wodnego

6X 4-pin ztacze do wyntylatora systemowego

1x ztacza do panelu przedniego audio

2x zkacza panelu systemowego

1x ztacze zabezpiezcajace wlamanie do obudowy
1x ztacze do kasowanie pamieci CMOS

1x ztacze modutu TPM

1x ztacze kontrolera strojenia

1x ztacze TBT (wsparcie RTD3)
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4)

5)

6)

7)
8)

9

Obstuga DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1. Moduly wspomagajace glebokie uczenie oraz wspomagajace algorytmy
szyfrujace. Technologie wirtualizacji VT-rp, VT-X, VT-d, EPT. Technologie wspomagajace konwersje¢ video. Wsparcie dla
PCl-express 4.0 i 5.0. Interfejsy graficzne: eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Chlodzenie pasywne do procesora: Kompatybilne z procesorem i ptyta gtéwna. Asymetryczny w dwoch osiach radiator z
gesto upakowanymi finami, duzy radiator o wymiarach w zakresie 150+160 x 140+150 x 100~110 mm, z wentylatorem o
srednicy 140 mm. Obroty od 300 do 1400 RPM. Lozysko olejowe. Mozliwos¢ potpasywnego trybu pracy. Minimum 6
cieplowodow styku z procesorem. Elementy antywibracyjne. Wspotczynnik TDP min. 220.

Pamieé¢ RAM: min. 2x 16 GB DDRS5 (tacznie minimum 32 GB DDR5), minimalna czgstotliwos¢ 4800MHz, typu CL40 1,1V

Dysk m2: SSD min. 512GB. Interfejs PCle 3.0x4, NVMe 1.3, wspotczynnik ksztattu M.2 2280. Odczyt/zapis min.:
3500/2600 MB/s. 3D TLC NAND Flash. 2 uncje miedzi do poprawy skuteczno$ci chtodzenia. Losowy odczyt IOPS nie
gorszy niz 350k. Losowy zapis IOPS nie gorszy niz 300k. Obstuga zaawansowanej korekcji btedow LDPC. Obstuga TRIM i
S.M.A.R.T. Zewnetrzna pamigé¢ cache 2Gb DDR3L. Sredni czas miedzy awariami minimum 2 min godzin. Kompatybilny z

powyzsza plyta.
Dysk HDD: min. 2TB, 3,5”; min. 7200 obr./min, Sata-111, z technologia NCQ.
Naped DVD: zew. na USB

Zasilacz: moc min. 700 W; zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP. Typ PFC aktywny; standard: ATX; Sprawnos¢: min.
80PLUS. Kompatybilny z zastosowanym procesorem oraz normg normg ErP Lot6 2013. Wentylator minimum 120 mm
$rednicy (fozysko hydrauliczne). Okablowanie state. Cecha zmniejszenia predkosci obrotowej do maksymalnie 750 obr./min
przy polowie warto$ci obcigzenia mocy znamionowej. Maksymalna prgdkos¢ obrotowa dla 500 W nie wigksza niz 1000
obr./min. Mozliwos$¢ obcigzenia linii 12 V nie mniej niz 690 W.

Z%acza zasilajace:

ztacze gtdéwne 24pin [szt]:1
Ztacza CPU 4/8pin [szt]:2
Ztacza PCIE 6/8pin [szt]:3
ZYacza SATA [szt]:7
Ztacza Molex [szt]:2
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Zkacza FDD [szt]:0

10) klawiatura: typ klawiatury: przewodowa niskoprofilowa, prosta klawiatura, czarna; przyciski membranowe; cicha praca ,
odporno$¢ na zachlapanie; klawiatura typu plug and play; klawisz startu; dodatkowe klawisze play, pauza, regulacja
glosnosci; klawiatura numeryczna po prawej stronie; dtugosé w zakresie 450+460 mm, szerokos¢ 155+165 mm

11) mysz: czarna/szara, bezprzewodowa, odbiornik USB unifying, instalacja typu plug and play; wysokos¢ w zakresie 95+105
mm, szeroko$¢: 55+65 mm, glebokos¢: 35+45 mm, ptynne optyczne $ledzenie ruchu, DPI (min./maks.): 1000, liczba
przyciskow: 3 (lewy, prawy, Srodkowy), przewijanie, przewijanie pojedynczych wierszy, kotko przewijania 2D, optyczne;
posiada tryb automatycznego oszczedzania energii
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TABELA 2
Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie CzeSci 7
Producent/dystrybutor® i jezeli istnieje Kwota ogélem brutto
odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ Cena Warto$¢ netto Stawka (warto$¢ netto +
nr katalogowy calego .z jednostkowa |(cena jednostkowa warto$é VAT)
Nazwa . Ilos¢é N VAT
oferowanego sprzetu/produktu i Netto netto x ilos¢) [w PLN]
komponentu [w PLN] [w PLN] do przeniesienia do
formularza OFERTA
1 2 3 4 5 6 7
Zestaw komputerowy:
Procesor:
Zestaw Ptyta giéwna:
kombutero 1 szt. 0%
omputerowy
Dysk SSD:
Dysk HDD:
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1Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora badz marke, pod ktorg produkt zostat wprowadzony na rynek.
Uwaga: Brak ktéregokolwiek elementu przedmiotu zaméwienia w ,,Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajgcego oraz brak
informacji wymaganych w Tabeli 1i 2 nie bedzie poprawiony i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Strona7z7



